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The metal substrate is etched through a mask, produced by laser or 
electron beam machining a layer on the substrate using a polishing 

soln. 

selected from combinations of nitric acid (s.g. 1.42), sulphuric acid 
(s.g. 1.84), phosphoric acid (s.g. 1.75), hydrochloric acid (s.g. 
1.18), 

acetic acid (s.g. 1.051), and acetic anhydride. The solns. produce 
relief 

depth of 1 mu with a roughness of 20 nm and the method is used to 
produce 

pressing dies for television picture recordings. 
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yorfahx-en zum T-elxef ar-t xgen Aufzexchnen von Sl ^ry.l^r. 

Die Erfxndung betrifft ein Verfahren zum relief artigen Aufzeich- 
nen von Signalen auf einem als Prefimatrize -dienenden metallischen 
Ti-ager. Von einem solchen Tragei- werden dann in. PreBvorgang Ab- 
druclce hergestellt, a«f denen die Signale durch Verformungen me- 
chanisch niedex-driickbarer Oberflachenteile charakterisiert sind. 
Es ist dabex insbesondei-e an die Aufzeichnung von Inf crnationen 
grofiex- Bandbreite in. Bereich von mehreren MHZ. beiapielsweise an 
die Aufzeichnung eines Fez:nsehbildes . entlang einer spiralformig 
verlaufenden Spur eines solchen Tragers (z. B. nacb DBP 1 57^ 489) 
gedacht. 

Zur. Durchfuhrung einer solchen Aufzeichnung bedient n.an sich eines 
entspi-echend der auf zuzeichnenden Information modulierten 
Laser- oder Elektronenstrahles . durch den s tellenv^eise eine 
auf der Trageroberf lache aufgebrachte Fotolackschicht 
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belichtet odcr eine at zresis tente Sclxiclit aus anderen Matearialien 
verdampTt wird, so daB exne Atasmaske entsteht • Die. Fotolack- oder 
Atzz-eslstschlcht kann sich auf elnem Nickel- odei* mit Nickel be- 
schichteten Trager befinden, der zur Herst ellung der spateren 
PreEmatrize vei-wendet wird . Nach dam Entwickeln des belichteten 
Potolacks bz%r« nach dem s tellexiweisen Verdamp£en der Atzresist- 
schicht ist dort die Nickcloberf laclie des Tragers freigelegt, so 
dafi sie an den freigelegten Stellen -tieTgeatzt weirden kann. Auf 
diese Weise entstohen abwochselnd Vertiefungen und Erbebungen, 
die das Relief des Trager* darstellen. Die Inf ormationsspeiche- 
rung erfolgt dabei durch die Abstande zwischen Vertiefungen bzw. 
Brhebungen* 

Die Erfindung bezieht sich auf das Tiefatzen der Oberflache des 

Tragers . Das Problem besteht darin, daXi zur Erzielung eines aus- 
reichend groAen Signal-ZStorabstandes die Oberf lacbenraubigkeit 
der tiefgeatzten Stollon ahnlicb gering sein muB vrie auf den nicbt 
geatzten^ erhabenen Stellen, Bex einer Relieftiefe von etwa 1 ^ura 
gelingt dies rait den zu« Atzen von z, B. Nickel bisber. iiblicben 
Atzmitteln und -verfahren nicbt, da die entstehende Oberflacben- 
rauhigkeit ini namlichen Bereich liegt vrie die Profiltiefe, Atz- 
mittel, wie saure Eisen( III )-cbloridlosung, wassrige Salzsaure- 
Salpe-tersaure-Getnische und auch Salpetersatire oder p-Nitrobenzoe - 
saure entbaltende vcrdiinnte Schwef elsaurelosungen sind dafiir 
vollig ungeeignet* Diese Korngrenzen- oder Kornf lachenatzmittel 
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greiren dxe Nickelkristallite eines polykristallinen Nickeiwerk- 
sto±£Bs entlang der Koamgrenzen oder entlang bestxmmtex* Kristall- 
orxentierungen bevorzugt an, so daii Kristallaggl&merate freige- 
legt werden, die elnem Vielfachen der mittleren KorngroBen ent- 
sprechen und deshalb elne hobe Oberf laclienrauhigkeit verursacben* 
Aiicb durch Exnsatz reinkornigsten Nickels, wie es durch galvani- 
scbe Prozesse herstellbar ist, kann die angestrebte Oberf lachen- 
glatte von 20 nm in den Vertiefungen mit den genannten Atzraitteln 
nicbt erziel-t werden« Abnlicbes gilt ftur andere Matez-ialien, aus 
denen der Tr-ager bes-tebit* 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verrahr-en anzugeben, durcb das 
es moglich wird, das 1 ^um tiefe Relief in^^die Oberflache des 

B. aus Nickel bestelienden Tragers einzuatzen, wobei gleicb- 
zeitig eine Oberriacbengii-te von 20 nm Raub-tief*e in den Vex-tie- 

i 

fungen eirareicbt; wird. Erfindungsgemali gelingt dies durcb Verwen- 
dung cbemisclier Polierlosungen anstelle von Atzlosungen. 

Diese Polierlosungen, vorzugsweise fiir Nickel, sind wasserarme, 
relativ viskose Gemiscbe von Scbwef elsaure und/oder Phospborsaure 
und/oder Salzsaure und/oder Essigsaure und/oder Essigsaureanbydrid 
und Salpetersaure. Die Kombinationsmoglicbkeiten und Konzentra- 
tionen dieser Sauren bzw. ibrer Anhydride geben aus der Tolgenden 
Tabelle bervor, in der D das spezifiscbe Gewicht der Saure in 
g/cm^ bedeu-tet. 
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Tabelle 



Polierlosung 


1 






z 




3 






ft 




Salpetersaure 
(D = 1*42) 


30 


Vol* 


% 


20 Vol. 


% 


39,8 Vol. 




33 


Vol. 


% 


Schvef elsaure 
(D = 1.84) 


10 


Vol. 


% 


20 Vol. 


% 












Phosphor saure 
(D = 1.75) 

Salzsaure 
(D = 1.18) 


10 


Vol. 


% 


60 Vol. 


% 


0,5 Vol 




1 


Vol. 


% 


Essigsaure 
(D = 1.051) 




Vol. 


% 






59,7vol. 


% . 


33 


Vol. 


% 


Essigsaure- 
anhydrid 
















33 


Vol. 


% 



Die Arbeitstemperatur kann je nach Polierlosung zwischen Raumterape- 
ratur und 90^ C schwaziken. Im allgemeinen wird jedoch Raum-tempera- 
tur bevorzugt, da bei dxeser Tempera tur der Nickelabtrag xiocli ge- 
niigend rascb erfolgt und beispxelsweise Fot clacks chicht en als Atz- 
reslstschxcht dem aggressxven Sauregemxsch besser standhalten. Das 
Txefatzen kann xm Tauch- oder Spriih- bzw, Vernebelungsverf ahren 
vorgenommen werden. Bex ersterem wxrd der txef zuatzende Nickel tra- 
ger in die Polierlosung exngetaucbt. Bexm Spriibatzen wird die Po- 
lierlosung auf den Nickeltrager auf gespriibl: , wobei die Polierlo- 
sung mebr oder wenxgex* stark vernebelt wxrd. Dex* Materialabtrag be- 
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tragt beispielsweise beim bevorzugten Tauchatzen bei Haumtepera- 
tur etvra 1 ^um/min, Bei diesen Verf ahrensvarianten kann der Tra- 
ger bewegt werden und/oder auch die Polierlosung beispielsweise 
beim Tauchatzen. Die Bewegungsf ormen sind jedoch unkritisch. 

In den folgonden Auafiihrungsbeispielen wird das erfindungsgemaCe 
Verfahren naher beschrioben. Pig. l und 2 verdeutlichen aullerdem 
den Unterschied ioi £rgebnis der Behandlung mit Atzlosungen (Pig. l) 
und chemischen Poliorlosungen (Fig. 2) beim Tiefatzen des Informa- 
tionsreliefs in elnftni Nickeltrager Ni, 

Bexspiel 1 

Bin mit einer nach dcm Belichten und Entwickeln geharteten Foto- 
lack-Atzmaske versehener ebenex- Nickeltrager mit der Oberflachen- 
rauhtiefe von 20 nm wird 1 min lang bei 30** C in die Polierlosung 1 
(s. Tabelle) getaucht, anschlieBend mit deionisiertem Wasser ge- 
spiilt und rait Prcflluft getrocknet. Die nach dem anschlieBenden Ent- 
ternen der Fotolackschicbt erhaltene • Oberf lache des Nickeltragers ' 
ist gemaB Fig, 2 strukturiert , wobei die Rauhtiefe der durch ' 
Atzen tiefergelegten Oberf lachenteile sich nicht von der Rauhtiefe 
der von der Atzmaske wHhrend des Atzens abgedeckten Oberflachen- 
teile unterscheidet. Die Atztiefe betragt 1 yum. 
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Beispiel 2 

Verfahren nach Beispiel 1, jedocli mit dem Unterschied, dafl statt 
der Polierl<5suxis 1 die Polierlosung 2, 3 oder 4 verwendet wird. 

Beispiel 3 

Verfahren nach Beispiel 1, jedoch mit dem Unterschied, dali statt 
des Eintauchens des Nxckeltragers in die Polierlosung letztere 
40 sec lang bei 30^ C auf den Nickeltrager au^sespriiht wird, wo- 
nach die Rauhtiefe der durcli das Atzen urn 1 yvm tiefTergelegten 
Oberflachenbezirke 40 - 50 nm betragt. 
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!• Verrahren zum relief artlgen Aufzeichnen von Signalen auf ei- 
nem als PreBmatrize oder zur Erzeugung der Prefimatrize dienenden 
metallischen Trager durcli exnen mit den auf zuzeichnenden Signa- 
len modullerten Laser- oder Elektronenstrahl , der in einer auf 
dem Trager auf gebracliten Schicht zunachst eine Atzmaske erzeugt, 
uber die in einem anscliliel^enden Atzvorgang das den zu speichern- 
den Signalen entsprechende Relief entsteht , dadurcli gekennzeichnet , 
dali als Atzfliissigkeit eine cliemisclie Polierlosung verwendet wird. 

2. Verfahren nacli Ansprucli 1, dadurch gekennzeichnet , dafi die 
diemisclie. Polierlosung ein wasserarmes Sauregemisch ist, das so- 
wohl Salpetersaure als auch Mischungen von Scliwef elsaure , Phospor- 
saure und Essigsaure oder von Scliwef elsaure und Phosphors aure 
Oder von Salzsaure und Essigsaure oder von Salzsaure , Essigsaure 
und Essigsaureanhydrid enthalt, 

3# Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
die chemxsche Poliez-losuns aus 30 Vol.% Salpetersaure (D = 1,^2), 
10 Vol.% Schwefelsaure (D » 1,84), 10 Vol.?6 Phosphorsaure 
(D « 1,75) und 50 Vol.,% Essigsaure (D = 1,051) besteht, wobei 
mit D das spezifische Gewicht der Saure in g/cm^ bezeichnet ist, 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenrizeichnet , dafl 
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die chemische Polierlbsung aus 20 Vol.% Salpetersaure- (D = 1,42), 
20 Vol.?i Schwefelsaure (D = 1,84) und 6O Vo±.% Phosphorsaure^ 
(D = 1,75) bestelit. 

5. Verfahren nach Ansprucli 1 und 2, dadurcli gekennzeichnet, daB 
die cliemische Poliex-losung aus 39,8 Vol.^ Salpetersaure (D = 1,42), 
0,5 Vol*?4 Salzsaure (D = l,l8) und 59,7 Vol.9« Essigsaure 
(D = 1,051) besteht. 

'6, Verralxren nacli Ansprucli 1 und 2, dadurcli gekennzeichnet , dafi 
die chemische Polierlosung aus 33 Vol .94 Salpetersaure (D = 1,42), 
1 Vol.?6 Salzsaure (D = 1, 18)-, 33 Vol. % Essigsaure (D = 1,051) 
und 33 Vol*?5 Essigsaureanhydrid besteht. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 sowie einem der folgenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet , dafi die Arbeit stemperatur 30^ C 
i 5*^ C betragt. 

8# Verrahren nach Anspruch 1 oder einetn oder mehreren der Tol- 
gexiden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi Trager vorzugs- 

weise -wahrend einer Zeitdauer von etwa 1 min in die Polierlosung 
eingetaucht oder seine Oberflache mit der Polierlosung besprCiht 
Oder einem Nebel dieser Lbsung ausgesetzt wird. 



409834/ 1059 



INSDOCID: <DE 23QS7n9Ai i > 



2306702 

3 - 



Fig. 1 
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